> 4 ?‘\-. -

eesén _ :E FABLAB

L

esan

CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA

CURSO

"PROTOTIPADO DE

Martes y jueves de 7:00 a 9:30 pm

ENCLOSURES PARA . £ 24 sesiones académicas
DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS / 1 Modaidad oniine

Objetivo del curso:

Capacitar a los participantes en el disefio de carcasas para proyectos loT y dispositivos electrénicos
usando Fusion 360, con enfoque en preparacion de archivos para impresion 3D y corte ldser.

Dirigido a:

Makers y estudiantes de tecnologia, especializados en electrénica, mecatronica y sistemas, que a
menudo realizan proyectos pero se encuentran utilizando cajas genéricas. Asimismo, personas
involucradas en loT y hardware que trabajan con sensores, ESP32 y Arduino. Finalmente, emprendedores
tecnolégicos que aspiran a crear productos fisicos innovadores.

Prerrequisito:

No es necesario tener experiencia previa en disefio o modelado 3D.

Beneficios:

e Llevar tus proyectos electrénicos a un nivel profesional mediante carcasas funcionales
e Transformar ideas en prototipos listos para fabricacién digital

e Integrar disefio 3D con aplicaciones reales en |oT y electrénica
e Obtener entregables listos para produccién y presentacion de proyectos

Los participantes que cumplan con todos los requisitos para aprobar el curso recibiran el certificado digital
emitido por la Universidad ESAN.

*Se requiere la asistencia a por lo menos el 80% de las sesiones de clase, entregar los trabajos en los tiempos
establecidos y/o aprobar las evaluaciones previstas. La nota minima aprobatoria es 11.

Una vez confirmado el inicio del curso, no se podra solicitar la devolucion del monto pagado. El dictado de
clases se iniciara siempre que se alcance el nGmero minimo de alumnos matriculados.



Contenido tematico:

INTRODUCCION Y FUNDAMENTOS
¢ Introduccién a Fusion 360

¢ Modelado 3D Bdsico

* Modificaciones

HERRAMIENTAS DE REPETICION Y
ORGANIZACION

e Patrones

¢ Roscas y elementos de fijacion
e Disefio Paramétrico

ENSAMBLAJES

e Componentes y Ensamblajes |
e Joints y Restricciones

¢ Andlisis de Ensamblajes

INTEGRACION DE COMPONENTES
ELECTRONICOS

¢ Medicidn y Tolerancias

e Montaje de PCBs

e Baterias y Prensaestopas

Facilitador:

Inversion:

César Cruz

Ingeniero electronico con mds de 8 afios de experiencia en
soluciones loT end-to-end, integrando hardware, firmware y
cloud computing. Especialista en desarrollo de dispositivos
loT, comunicaciones seguras (MQTT, LORGWAN, NB-loT) y
arquitectura
internacionales y en la transicién de prototipos a productos
escalables.

0ON ONWn

AWS, con

DISENO PARA IMPRESION 3D
¢ Principios DFM para 3D

e Mecanismos de Cierre |
e Exportacion STL

DISENO PARA CORTE LASER

¢ Fundamentos de Corte Ldser
e Uniones Mecdnicas

e Exportacion DXF

PROYECTO INTEGRADOR IOT

¢ Dispositivo loT - Base

¢ Dispositivo loT - Componentes
e Dispositivo loT - Detalles

VISUALIZACION Y DOCUMENTACION
e Renders |

e Renders i

¢ Documentaciéon y Cierre

experiencia en  proyectos

*Universidad ESAN se reserva el derecho de reemplazar al expositor por un
expositor de similar experiencia.
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ESAN otorga descuentos a alumnos, ex alumnos, graduados, participantes grupales y
corporativos.
Para mayor informacién consulte con su asesora comercial

Contdctate con un asesor g
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CENTRO DE INNOVACHIN TECNOLOGICA

Visita nuestra web :E% FABLAB


https://fablab.esan.edu.pe/
https://wa.link/emmv0q

